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PCB SolderSim

は下記の機能を含みます:

l  ハンダリフロー工程のためのプリプロセッサ

l  熱の過渡解析

l  PCBと部品の温度を予測

l  PCBストレスを予測



PCB SolderSim
ハンダリフロー機構成定義画面



PCB SolderSim
           境界条件: 対流, 放射, 熱伝導



PCB SolderSim
設定の詳細



PCB SolderSim
解析パラメータ



PCB SolderSim
熱解析実行画面



PCB SolderSim
結果: PCB /部品温度 と熱コンタ図



•Solder Simは再設
計を９９回から２７回に
削減

・再設計コストを
$300,000.-以上節約

SOLDERSIM 成功事例



PCB SolderSimの優位点

l  ハンダリフロー工程におけるPCBと部品温度を予測

l  リフロー機のベルトスピードと熱境界条件に基づいた部
品の配置と設計指針の決定

l  リフロー機の熱環境下におけるPCBの変位を予測

lリフロー機の熱環境下におけるPCBストレスを予測


